03 juN zooa 




(12) NACH DEM VERTRAQ^ER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEH^UF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUN6 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales VerOffentlidrangsdatum 
17. Juni 2004 (17.06.2004) 




PCT 



lillllllililliillllllllllll^ 

(10) Internationale VerdffentHchiingsnunmier 

wo 2004/051559 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation^: GK)6K 19/077 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/0 13552 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

2. Dezember2003 (02-12.2003) 



(25) Einrdchungssprache: 

(26) VeroSentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prloritat: 

102 57 1 1 1.2 5. Dezember 2002 (05.12.2002) DE 



(71) Anmelder (fUr alle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von 
US): MUHLBAUER AG [DE/DE]; Wepier-von-Siemens- 
Str. 3, 93426 Roding (DE). 

(72) Erfinder; und 
(75) Erflnder/Anmelder (nur fur US): ItlED, Michael 

[DE/DE]; Neudeck 5, 92554 Kulz (DE). BRUNNER, 
Anton [DE/DE]; Leckem 32, 93444 Kdtzting (DE). 

(74) Anwalt: HANNKE, Christian; Patentanwaltskanzlei 
Hannke, Agidienplatz 7, 93047 Regensburg (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ. BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA. CH, CN, 

[Fortsetzjung aufder nOchsten Seite] 



(54) Title: CHIPCARD AND METHOD FOR PRODUCTION OF A CHIPCARD 

(54) Bezeichnung: CHIPKARTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE 




(57) Abstract: The invention relates to a chipcard and a method for production of such a chipcard with a card body (11), at least one 
^2 recess (12a, 12b), arranged therein for housing at least one chip module (16), with module connections (17) in the boundary region 

(16a) of the chip module (16) and a conducting structure body with body contact connections (13), embedded in the card body (11), 

in particular, an antenna with antenna connections which are arranged beneath the boundary region (16a) of the chip module (16). 
1^ The assembled chip module (16) is arranged between the module connections (17) and the body contact connections (13) by means 
I/) of adhesive pieces (14), preferably applied at points, made from elastic conducting material with application of pressure to produce 

a contact between the connections (13, 17). 

in 

^5 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Chipkarte sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Chipkarte mit 
einem KartenkSrper (1 1), mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung (12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls 
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^ Randbereichs (16a) des Chipmoduls (16) angeoidnet sind, wobei bei eingebautem Chipmodul (16) zwischen den ModulanschlUssen 
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und den KdrperkontaktanschlUssen (13) anderseits vorzugswdse punktweise aufgetragene Klebstofiteile (14) aus elastischem, leit- 
f^gem Materia] unter Druckbeaufschlagung zur Herstellung dnes Kontakts zwischen den Anschlttssen (13, 17) angeoidnet sind. 
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Chlpkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte sowie ein Verfahren zur Hersteilung einer derartigen 
Chipkarte mit einem Kartenkdrper und mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung 
zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls mit IModulanschlussen im Randbereich des 
5 Chipmoduls und einem in dem Kartenkdrper eingebetteten leltfahigen Strukturkdrper mit 
Korperkontaktanschiussen, insbesondere einer Antenne mit Antennenanschlussen, die un- 
terhaib des Randbereichs des Chipmoduls angeordnet sind. gemall den OberbegrifFen der 
Patentanspruche 1 und 7. 

10 Derartige Chipkarten sind in der Regel als Kreditkarten, Bankkarten, elektronische Borsen 
usw. ausgebildet und dienen zur bargeldlosen Abwicklung von Transaktionen, wie beispieis- 
weise zum Entrichten eines Befdrderungsentgelts im Personennahverkehroderzum Bezah- 
len eines t^ufpreises fUr eine Ware oder Dienstleistung. Welterhin kann eine derartige Chip- 
karte auch als Ausweis fur eine beruhrungslose Zugangskontrolle eingesetzt werden. 

15 

Ubiicherweise weisen Chipkarten eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Chipmoduls auf , 
welches einen integrierten Schaltkreis zur Speicherung, Verarbeitung und/oder Erkennung 
von Informatlonen. die mit einer Vorrichtung ausgetauscht werden, beinhattet. wobei Chip- 
karte entweder in die Vorrichtung eingefuhrt oder dieser nahe gebracht wird. 

20 

Zudem beinhalten konteiktlose Chipkarten fur eine Energie- und DatenQbertragung mit relativ 
niedrigen Frequenzen Antennen, die in der Regel in den Kartenkdrper einlaminiert sind und 
deren AntennenanschlQsse mit l\4odulanschlQssen des eingesetzten Chipmoduls eiektrisch 
verbunden sein mQssen. 
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Herkommlicherweise gibt es zwei haufig verwendete Verfahren fQr die Herstellung leitender 
Kontakte zwischen Modulanschlussen und darunter liegenden Antennenanschlussen bei 
Herstellungsverfiahren von Dual Interface Karten. Bel dem so genannten ACF-Verfahren wir 
5 eine elektrische Verbindung zwischen modulunterseitig angeordneten Kontaktanschliissen 
und damnter angeordneten seitlich vorstehenden AntennenanschlQssen ein Held- Oder 
Schmeizkleber mit darin angeordneten leitfahigen Partikein angeordnet, in denen der Kleb- 
stoff auf eine Oberflache des KartenkSrpers im Bereich der Ausnehmung, in welche das 
Chipmodul eingesetzt wird, aufgetragen wird. Die leitfahigen Partlkel erzeugen nach dem 
10 EInbau des Chipmoduls einen efektrlschen Kontakt zwischen den Modulanschlussen und 
den darunter liegenden Antennenanschlussen. Hierfur wird der Hei&* oder Schmeizkleber 
nach seinem Auflragen und nach dem EInbau des Chipmoduls unter Berucksichtigung be- 
stimmter Werte fQr die Parameter Temperatur. Druck und Zeltdauer enA/armt und ausgehar- 
tet Ein derartiges Verfahren wird beispielsweise in der DE 197 09 985 A1 gezeigt 

15 

Derartlge ausgehartete Helll- und Schmelzklebem, die zugleich eine mechanische Verbin- 
dung zwischen Chipmodul und Kartenkdrper erzeugen, haben bei einer haufigen Biegebe- 
anspruchung ein Losen der elektrischen Verbindungen aufgrund der plastischen und elasti- 
schen Verformungseigenschaften der HeiH- und Schmeizkleber zur Folge. Hlerdurch ent- 
20 steht eine elektronlsch unzuverlSssige Verbindung in der Chipkarte, die beispielsweise vom 
Typ Dual-Interface ist. 

Aus DE 197 47 388 CI ist ein weiteres Verfahren zur elektrischen Verbindung von Anten- 
nen- und Chipmodulanschlussen mittels eines leitfahigen, flussigen Klebstofffes bekannt. In 

25 einer fur die Aufnahme des Chipmoduls vorgesehen Ausnehmung (Kavitat) innerhalb des 
Kartenkorpers wird von einer fur das Aufkleben des Chipmoduls vorgesehene randseitige 
Klebefiache mindestens eine Bohrung zu den darunter liegenden Antennenanschlussen ge- 
fertigt, um in diese einen leitfahigen flussigen Klebstoff dosiert einzufuhren. Nach einer der- 
artigen Dosierung wird unmittelbar darauf das Chipmodul mit einem auf die Klebefiache auf* 

3 0 getragenen Klebstoff eingesetzt. Der Klebstoff wird bei einer vorbestimmten Temperatur 
durch Wamieinwirkung Oder bei Verwendung von zweikomponentigen Klebstoffen durch 
exothemne Reaktionen ausgehartet. Aufgrund seiner steifen und harten Eigenschaften sowie 
unterschiedlicher Haftungseigenschaften bezuglich der zu verbindenden Telle weisen derar- 
tlge Klebstoffe bei haufig auflretenden dynamischen Belastungen, wie Sie durch falsches 

3 5 Einschieben der Chipkarte in einen Geldautomaten oder durch Aufbewahren der Chipkarten 
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in an sich flexibel gestalteten Portemonnaies auftreten konnen, haufig Kohasions- und/oder 
Adhasionsbrache im Klebstoff durch Uberdehnungs- und EmiQdungserscheinungen auf. 

Demzufoige liegt der voriiegenden Erfindung die Aufgabe zugainde, eine Ciiipl^arte mit ei- 
nem eingesetzten Chlpmodul und einem in der Chlpicarte integrierten leitfahigen Staikturkor- 
per, wie eine Antenne, zu VerfOgung zu stellen, die eine elelctrisch dauerliafte Verbindung 
zwischen Chipmodul- und Korperkontaktanschlussen selbst bei hoher und haufiger Biegebe- 
anspmchung sicherstellt sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Chiplcarte zur 
Verfugung zu stellen. 

Diese Aufgabe wird durdi eine Chiplcarte mit den Merkmalen gemali Patentanspruch 1 und 
durch ein Herstellungsverfahren mit Mericmalen gemali Patentanspruch 7 gelost 

Ein wesentlicher Punkl der Erfindung liegt darin, dass bei einer Chipkarte mit einem Karten- 
korper, mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung zur Aufnahme mindestens eines 
Chipmoduls mit Modulanschlussen im Randberelch des Chipmoduls und einem in den Kar- 
tenkorper eingebetteten leitfahigen Strukturkorper, wie einer Antenne mit Antennenanschlus- 
sen, die unterhalb des Randbereichs des Chipmoduls angeordnet sind, bei eingebautem 
Chipmodul zwischen den Modulanschlussen einerseits und den Korperkontaktanschlussen 
anderseits Klebstoffteiie aus elastischem leitfahigem Material unter Druckbeaufschlagung zur 
Kontaktherstetlung zwischen den Anschlussen angeordnet sind. Derartige Klebstoffteiie sind 
vorzugsweise punktweise auf den Korperkontaktanschlussen oder den Modulanschlussen 
vor dem Einbau des Chipmoduls aufgetragen und ausgehartet Anschlieftend wird das 
Chipmodul in den Kartenkorper eingebaut, wodurch die Klebstoffteiie als fedenvirkende Puf- 
fer zwischen den Anschlussen zusammengedriickt werden und aufgrund ihrer elastischen 
Eigenschaften einen dauerhaften. flexiblen, elektrischen Kontakt zwischen den Modut- und 
Korperkontaktanschlussen herstellen. 

Durch die Venvendung eines vorzugsweise zu Anfang flCisslgen und spater vor Einbau des 
Chipmoduls verfestigten hochgefiillten Kiebstoffes auf Silikonbasis wird nach Einbau des 
Chipmoduls ein elektrisch leitfahiger Bump erhalten, der selbst bei hoher und haufiger Bie- 
gebeanspruchung der Chipkarte weder Risse aufweist noch einen Zwischenraum zwischen 
den Klebstoffsteilen und den Modul- oder Korperkontaktanschlussen entstehen lasst. 
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Vorzugsweise sind die Klebstoffleile innerhalb Aussparungen angeordnet, die in dem Kar- 
tenkorper unterhalb des Randbereiclis des Chipmoduls angeordnet sind und bodenseitig mit 
den Kdrperkontaktanschlussen abscliliellen. Derartige Ausspamngen weisen eine ausrei- 
chende VolumengroOe zur vollstandigen Aufnahme der Klebstoffteile unter Druckt)eaLif- 
5 schiagung auf. 

Die IHdhenabmessungen der Ausspamngen in Richtung des Kartenkdrperdickenveriaufs sind 
geringer als die H6he der aufgetragenen Klebstoffteile ohne Druckbeaufsclilagung, also vor 
dem Einbau des Chipmoduls. Vorzugsweise sind die aufgetragenen Klebstoffteile 
10 0.05 - 0,1 5 mm hoher als obere Randbereiclie der Aussparungen. in welchen die Klebstoff- 
teile angeordnet sind. 

Vorteilhaft wird geman dem Verfahren zur Herstellung von Chipkarten zunachst der Klebstoff 
tropfenfdrmig in die Aussparungen eingesetzt und seine Verfestigung abgewartet. Dies ge- 
15 schieht mittels einer speziellen hierfur entwickelten Maschine, die zunachst die Klebstofftrop- 
fen in der Gro&enordnung von pi dispensiert und anschlieHend uber eine schnelle Abzieh- 
bewegung sich von dem Tropfen entfemt, um sogenannte Tropfnasen zu vermeiden. Auf 
diese Weise werden vorteilhaft halbkugelformige Oberflachen des Klebstofftropfens erhalten, 
die fur die elastische Wirkung eines derartigen Bumps entscheidend sind. 

20 

Um Aufschluss uber die Qualitat der Form der Halbkugeloberfiache zu erhalten. wird an- 
schliellend mittels einer Laserstrahlvonichtung. die Reflektionsmessungen an der Halbku- 
geloberfiache und der sie umgebenden Fiachenstruktur durchfuhrt, eine Messung zu der 
Oberflachenstruktur durchgefuhrt. 

25 

Nach Auftragen eines derartigen tropfenformigen Klebstoffleiles findet eine Stapelung der 
einzelnen Chipkarten fur ca. 2 - 3 Stunden statt. um eine Aushartung der Klebstoffteile zu 
erhalten. Anschliellend werden in die aus dem Stapel einzein entnommenen Chipkarten die 
Chipmodule implantiert. Hierbei wirken die ausgeharteten Klebstoffteile als flexible Bumps. 
30 die einen Kontakt zwischen den Anschlussen selbst bei einem Verbiegen der Chipkarte si- 
cherstellen. 

Nach Einbau des Chipmoduls werden die Klebstoffteile durch die Modulanschlusse des 
Chipmoduls nach unten gedruckt und erfahren hierdurch eine Ausdehnung in die Chipkarten- 
35 langs- und Chipkartenbreitenrichtungen. Sobald die Modulanschlusse auf dem oberen 
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Randbereich der Aussparungen aufsetzten, 1st nahezu die gesamte VolumengroOe der Aus- 
sparungen mit den zusammengedrCiclcten Klebstoffteilen ausgefullt. Auf diese Welse wird 
eine weitere Ausdehnung der KlebstofReiie selbst nach langjahriger Benutzung der Chipkarte 
vermieden, wodurch die Bildung von Zwischenrgumen zwischen den IModul- oder Korperkon- 
5 taktanschiussen und den Klebstoffteilen aus elastischem Material vermieden werden kann. 



Weitere vorteilhafte Ausfuhningsfomien ergeben sich aus den Unteranspruchen. 



Vorteile und ZweckmaHigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung In Verbindung mit der 
10 Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen: 



Fig.1 eine Querschnittsansicht eines Ausschnitts einer Chipkarte gemSIl dem Stand der 
Teclinik; 

15 Fig.2 eine Draufsicht einer Ausnehmung zur Aufnahme eines Cliipmoduls einer Chipkar- 
te gemaH dem Stand der Technik; 



Fig.3 eine Querschnittsansicht eines Ausschnitts einer Chipkarte gemall einer Ausfuh- 
rungsform der Erfindung vor dem Einbau des Chipmoduls und 

20 

Fig.4 eine Querschnittsansicht des Ausschnitts der Chipkarte gemafl der in Fig. 3 gezeig- 
ten Ausfuhrungsform der Erfindung nach dem Einbau des Chipmoduls. 

Figur 1 zeigt In einer Querschnittsansicht ausschnittsweise eine Chipkarte gemaH dem Stand 
25 der Technik, bei der nach dem genannten ACF-Verfahren ein Kartenkdrper 1 , in welchem ein 
leitfahiger Strukturkorper, wie eine Antenne mit Antennenanschlussen 2 angeordnet ist, mit 
einem Chipmodul 3 mittels eines IHeiflklebers verbunden ist. Das Chipmodul 3 weist an sei- 
ner Unterseite Modulanschlusse 3a auf, die nach dem Einbau des Chipmoduls mit den An- 
tennenanschlussen 2 
30 elektrisch verbunden sein mussen. 



Zur elektrischen Verbindung der Anschlusse 2 und 3a sind in dem Heillkleber 4 leitfahige 
Partikel in Form von versilberten Glaskugein 5 mit einem Durchmesser von ca. 50 pm ange- 
ordnet, die im Zwischenbereich zwischen den Anschlussen 2 und 3a eine Kontaktierung der 
35 Anschlusse bewirken, wie es durch das Bezugszeichen 5a dargestellt wird. 
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Derartige nach dem ACF-Verfahren hergestellte Chipkarten weisen nach der Durchfuhmng 
von Biege- und Torsionstests einen deutlichen Qualitatsverlust in der elektrischen Verbin- 
dung zwischen den Anschlussen 2 und 3a bereits bei einer Biegebeanspruchung von 750 bis 
1000 Biegungen auf. 

In Figur 2 wird in einer Draufsiclit eine innerhalb eines hier nicht gezeigten Kartenl^orpers 
angeordnete Ausnelimung (Kavitat) fUr die Aufnalime eines Chipmoduls zeigt, wie sie aus 
dem Stand der Teclinik bekannt ist. Die Ausnehmung besteht aus einer Klebeflache 6 zum 
Verkleben des Chipmoduls mit dem Kartenkorper und einer etwas tiefer gesetzten Fiache 7, 
die genugend Freiraum fur das an der Unterseite des Chipmoduls befindliche Die zur Verfu- 
gung stellt. Auf diese Weise wird das Chipmodul sozusagend ^schwlmmend" in dem Karten- 
korper gelagert, mit dem es lediglich in seinem Randbereich fest verbunden ist. 

Zusatzliche Bohrungen 8 sind von der Klebeflache 6 abwarts laufend zu den darunter lie- 
genden Antennenanschlussen angeordnet, um darin leitfahigen flussigen Kleber anzuord- 
nen. Nach dem Dosieren des Klebstoffes in den Bohrungen 8 wird unmittelbar darauf das 
Chipmodul auf die Klebeflache 6 gesetzt und durch Warmeeinwirkung eine Aushartung der 
verwendeten Klebstoffe bewirkt. 

Aufgrund des in den Bohrungen 8 vorhandenen leitfahigen Klebstoffes findet eine elektrische 
Verbindung zwischen den hier nicht gezeigten Antennenanschlussen und den hier nicht ge- 
zeigten daruber liegenden Modulanschlussen des elngesetzten Chipmoduls statt. 

Derartige Klebstoffverbindung weist infolge von Uberdehnung und Ennudungserscheinungen 
aufgrund aufbretender dynamischer von auKeh auf die Chipkarte wirkenden Belastungen 
Rissbildungen auf. 

In Figur 3 wird In einer Querschnittsansicht ausschnittsweise eine Halfte einer Chipkarte ge- 
mafl einer Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. In einem Kartenkorper 1 1 sind zwel un- 
terschiedlich tiefe Ausnehmungen 12a und 12b zur Aufnahme eines Chipmoduls angeordnet. 
Innerhalb des Kartenkorpers 11 ist eine Antenne mit einem Antennenanschluss 13 einlami- 
niert, wobei der Antennenanschluss 13 unterhaib eines Randbereichs der Ausnehmung 12a 
angeordnet ist 
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In einer oberhalb des Antennenanschlusses 13 schlitzartig Oder bohrungsartig angeordneten 
Aussparung 15 innerhalb des Kartenkdrpers 1 1 1st ein Klebstoffteil 14 aus elastischem, leit- 
fahigem Material, das vorzugsweise auf Sillkon Oder silikonartigem Material baslert, mit einer 
Gesamthdhe 14a, 14b angeordnet. Der HShenantell 14b entspricht der H5he der Ausspa- 
5 rung 15, also dem Abstahd von dem Antennenanschluss 13 zu einem oberen Randbereich 
15a der Aussparung 15. Der Hdhenanteil 14a entepricht dem Abstand von dem oberen 
Randbereich 15a bis zur Oberkante des KiebstofReils 14 und betragt vorzugsweise 
0,05 -0,15 mm. 

10 In Figur 4 wird in einer Querschnittsansicht der Aussclinitt der in Figur 3 gezeigten Chipkarte 
nach dem Einbau der Chipkarte gezeigt. Gleiche Oder gleichbedeutende Bauteile sind mit 
denselben Bezugzeichen bezeichnet. 

Nachdem ein Chipmodul mit Modulanschiussen 17 und oberseitigen Kontaktflachen 18 im 
15 Randt)ereich 16a des Chipmoduls 16 auf den Kartenkdrper 1 1 gepresst damlt verklebt wor- 
den ist, wird der Klebstoffteil 14 aus elastischem leitfahigem Material in Richtung des Chip- 
kartendickenveriaufs zusammengedruckt und unter Druckbeaufschlagung an die beiden An- 
schlusse 13 und 17 gepresst. 

20 Die VolumengroUe der Aussparung 15 mit ihren oberen Randbereich 1 5a und ihren seitli- 
chen Randbereichen 15b ist derart bemessen, dass der Klebstoffteil 14 be! Aufliegen des 
Modulanschlusses 17 auf dem oberen Randbereich 15a der Aussparung 15 nahezu die ge- 
samte Ausspanjng 15 ausfullt, so dass ein Nachgeben des Klebstoffteils 14 in seitlicher 
Richtung - also in Chipkartenlangs- Oder Chipkartenbreitenrichtung - selbst nach langjahri- 

25 ger Benutzung der Chipkarte nicht mdglich ist. Auf diese Weise wird ein dauerhafter etektri- 
scher Kontakt des leitfahigen, elastischen Klebstoffteils zu den Modul- und Antennenarn 
schlussen 13 und 17 aufrechterhalten. 

Die hier gezeigte erTindungsgemafle Chipkarte und das damit verbundene Herstellungsver- 
30 fahren weisen gegenuber Chipkarten und Verfahren, bei denen Heiflkleber venA^endet wer- 
den, weiterhin den Vorteil auf, dass im Falle einer Auftragung von zuviel Klebstoffteilen kein 
seitliches Austreten und Verunreinigen der Kartenoberflache beim Implantieren des Chipmo- 
duls mdglich ist, da die Klebstoffteile bereits vor dem Einbau des Chipmoduls ausgehartet 
sind. 



35 
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samtliche in den Anmeldungsunteriagen offenbarten Merkmale warden als erfindungswe- 
sentlich beansprucht. soweit sie einzein oder in Komblnation gegenuber dem Stand der 
Technilc neu sind. 
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6 
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8 
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13 
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14 


Klebstoffteil 
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14a. 14b 


Hdhe des Klebstoffteils 




15 


Aussparung 




15a 


oberer Randbereich der Aussparung 




15b 


seitliche Rander der Aussparung 




16 


Chipmodul 


25 


17 


Modulanschluss 




18 


oberseitige Kontaktflache des Chipmoduls 
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5 Patentanspniche 

1 . Chipkarte mit einem Kartenkorper (1 1 ), mindestens einer darin angeordneten Aus- 
nehmung (12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls (16) mit Modulan- 
schlussen (17) im Randbereich (16a) des Chipmoduls (16) und einem in den Karten- 
10 kSrper (11) eingebetteten ieitfahigen Strukturkorper mit Kdrperkontaktanschlussen 

(13), insbesondere einer Antenne mit Antennenansclilussen, die unterhalb des 
Randbereiclis (16a) des Chipmoduls (16) angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

bei eingebautem Chipmodul (16) zwischen den Modulanschlussen (17) einerseits und 
15 den Kdrperkontaktanschlussen (13) anderseits punktweise aufgetragene Klebstofftei- 

le (14) aus elastischem, leitf§higem Material unter Druckbeaufechlagung zur Herstel- 
iung eines Kontakts zwischen den Anschlussen (13, 17) angeordnet sind. 

Chipkarte nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffteile (14) innerhalb Aussparungen (15) angeordnet sind, die in dem Kar- 
tenkorper (11) unterhalb des Randbereichs (16a) des Chipmoduls (16) angeordnet 
sind und bodenseitig mit den Korperkontaktanschlussen (13) abschlie&en. 

25 3. Chipkarte nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Aussparungen (15) eine ausreichende VolumengroUe zur vollstandigen Aufnah- 
me der Klebstoffteile (14) unter Druckbeaufschlagung aufweisen. 

30 4. Chipkarte nach Anspruch 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Aussparungen (15) in Richtung des Kartenkorperdickenvertaufs Hdhenabmes- 
sungen (14b) aufweisen, die geringer als die Hdhe (14a, 14b) der punktweise aufge- 
tragenen Klebstoffteile (14) ohne Druckbeaufschlagung sind. 



2. 

20 
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5. Chipkarte nach einem der vorangegangenen AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffleile (14) aus elastischem Material vor dem Einbau des Chipmoduls (11) 
ausgehartet sind, um nach dem Einbau des Chipmoduls (1 1 ) als federwirkende Puffer 
einen dauerhaften Kontakt zwischen den Chipmodul- und Kdrperkontaktanschlussen 
(13,17) herzustellen. 

6. Chipkarte nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffteile (14) vonrangig enttang des Kartenkorperdickenverlaufs als fedenvir- 
kende Puffer wirken. 



7. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten mit einem Kartenkorper (11), mindestens 
einer darin angeordneten Ausnehmung (12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines 
Chipmoduls (16) mit Modulanschlussen (17) im Randbereich (16a) des Chipmoduls 
(16) und einem in den Kartenkorper (11) eingebetteten leitfahigen Staikturkorper mit 
Korperkontaktanschlussen (13). insbesondere einer Antenne mit Antennenanschlus- 
sen, die unterhalb des Randberelchs (16a) des Chipmoduls (16) angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dem Einbau des Chipmoduls (11) Klebstoffteile (14) aus elastischem. leitfahigem 
Material auf die Kdrperi<ontaktanschlusse (13) und/oder die Modulanschlusse (17) 
aufgetragen und ausgehartet lessen werden und anschlieHend das Chipmodul (11) 
unter Druckbeaufschlagung der Klebstoffteile (14) aus elastischem Material in den 
Kartenkorper (11) eingebaut wird. 

8. Verfahren nach Anspmch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffleile (14) vor dem Einbau des Chipmoduls (1 1 ) um 0.05 bis 0.15 mm ho- 
her als obere Randbereiche (1 5a) von im Kartenkorper angeordneten Aussparungen 
(15) zur Aufnahme der Klebstoffteile (14) aufgetragen werden. 
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